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【57】申請專利範圍
1.　一種測量裝置，其具備：
光源，其構成為出射具有透過測量對象物之波長之測量光；

分光器，其構成為測量上述測量光自測量對象物反射之光之分光光譜波形；

記憶裝置，其構成為記憶包含厚度或溫度之測定值與上述厚度或溫度之真值之第 1修正
表格、與包含相位角之測定值與上述厚度或溫度之真值之第 2修正表格；及
處理器；且

上述處理器構成為：

執行由上述分光器測量出之上述分光光譜波形之傅立葉轉換；

基於上述傅立葉轉換後之波形之振幅峰值位置，算出上述測量對象物之厚度或溫度，作

為第 1測定值；
基於上述傅立葉轉換後之波形之振幅峰值位置，算出相位展開前之相位角，作為第 2測
定值；

自上述第 1修正表格抽選對應於上述第 1測定值之複數個第 1真值候補；
自上述第 2修正表格抽選對應於上述第 2測定值之複數個第 2真值候補；
將基於抽選出之上述複數個第 1真值候補與抽選出之上述複數個第 2真值候補中相同或
最接近之第 1真值候補及第 2真值候補之值，作為上述測量對象物之厚度或溫度而輸出。

2.　如請求項 1之測量裝置，其中
上述處理器進而構成為，基於根據在實驗範圍中獲得之振幅峰值位置算出之厚度或溫度

之測定值與上述厚度或溫度之真值之關係性，產生上述第 1修正表格，且基於在上述實
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驗範圍中獲得之振幅峰值位置之相位展開前之相位角之測定值與上述厚度或溫度之真值

之關係性，產生上述第 2修正表格。
3.　如請求項 2之測量裝置，其中
上述處理器進而構成為，基於自於上述實驗範圍中獲得之上述振幅峰值位置算出之厚度

或溫度之測定值、上述相位展開前之相位角之測定值、及厚度或溫度之誤差之間之規則

性，將上述第 1修正表格與上述第 2修正表格之各者擴展至上述實驗範圍外。
4.　一種測量方法，其係
使用構成為出射具有透過測量對象物之波長之測量光之光源、構成為測量上述測量光自

測量對象物反射之光之分光光譜波形之分光器、及構成為記憶包含厚度或溫度之測定值

與上述厚度或溫度之真值之第 1修正表格、以及包含相位角之測定值與上述厚度或溫度
之真值之第 2修正表格之記憶裝置之測量方法；且具備：
執行由上述分光器測量出之上述分光光譜波形之傅立葉轉換；

基於上述傅立葉轉換後之波形之振幅峰值位置，算出上述測量對象物之厚度或溫度，作

為第 1測定值；
基於上述傅立葉轉換後之波形之振幅峰值位置，算出相位展開前之相位角，作為第 2測
定值；

自上述第 1修正表格抽選對應於上述第 1測定值之複數個第 1真值候補；
自上述第 2修正表格抽選對應於上述第 2測定值之複數個第 2真值候補；及
將基於抽選出之上述複數個第 1真值候補與抽選出之上述複數個第 2真值候補中相同或
最接近之第 1真值候補及第 2真值候補之值，作為上述測量對象物之厚度或溫度而輸出。

5.　如請求項 4之測量方法，其進而具備：
基於根據在實驗範圍中獲得之振幅峰值位置算出之厚度或溫度之測定值與上述厚度或溫

度之真值之關係性，產生上述第 1修正表格；及基於在上述實驗範圍中獲得之振幅峰值
位置之相位展開前之相位角之測定值與上述厚度或溫度之真值之關係性，產生上述第 2
修正表格。

6.　如請求項 5之測量方法，其進而具備：
基於根據在上述實驗範圍中獲得之上述振幅峰值位置算出之厚度或溫度之測定值、上述

相位展開前之相位角之測定值、及厚度或溫度之誤差之間之規則性，將上述第 1修正表
格與上述第 2修正表格之各者擴展至上述實驗範圍外。

7.　一種半導體裝置之製造方法，其係使用構成為出射具有透過測量對象物之波長之測量光
之光源、構成為測量上述測量光自測量對象物反射之光之分光光譜波形之分光器、及構

成為記憶包含厚度或溫度之測定值與上述厚度或溫度之真值之第 1修正表格、以及包含
相位角之測定值與上述厚度或溫度之真值之第 2修正表格之記憶裝置之半導體裝置之製
造方法；且具備：

執行由上述分光器測量出之上述分光光譜波形之傅立葉轉換；

基於上述傅立葉轉換後之波形之振幅峰值位置，算出上述測量對象物之厚度或溫度，作

為第 1測定值；
基於上述傅立葉轉換後之波形之振幅峰值位置，算出相位展開前之相位角，作為第 2測
定值；

自上述第 1修正表格抽選對應於上述第 1測定值之複數個第 1真值候補；
自上述第 2修正表格抽選對應於上述第 2測定值之複數個第 2真值候補；及
將基於抽選出之上述複數個第 1真值候補與抽選出之上述複數個第 2真值候補中相同或
最接近之第 1真值候補及第 2真值候補之值，作為上述測量對象物之厚度或溫度而輸出。

8.　如請求項 7之半導體裝置之製造方法，其進而具備：

(2)
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基於根據在實驗範圍中獲得之振幅峰值位置算出之厚度或溫度之測定值與上述厚度或溫

度之真值之關係性，產生上述第 1修正表格；及基於在上述實驗範圍中獲得之振幅峰值
位置之相位展開前之相位角之測定值與上述厚度或溫度之真值之關係性，產生上述第 2
修正表格。

9.　如請求項 8之半導體裝置之製造方法，其進而具備：
基於自於上述實驗範圍中獲得之振幅峰值位置算出之厚度或溫度之測定值、上述相位展

開前之相位角之測定值、及厚度或溫度之誤差之間之規則性，將上述第 1修正表格與上
述第 2修正表格之各者擴展至上述實驗範圍外。

10.   一種程式產品，其係
使用構成為出射具有透過測量對象物之波長之測量光之光源、構成為測量上述測量光自

測量對象物反射之光之分光光譜波形之分光器、及構成為記憶包含厚度或溫度之測定值

與上述厚度或溫度之真值之第 1修正表格、以及包含相位角之測定值與上述厚度或溫度
之真值之第 2修正表格之記憶裝置之程式產品；且
使電腦執行：

執行由上述分光器測量出之上述分光光譜波形之傅立葉轉換；

基於上述傅立葉轉換後之波形之振幅峰值位置，算出上述測量對象物之厚度或溫度，作

為第 1測定值；
基於上述傅立葉轉換後之波形之振幅峰值位置，算出相位展開前之相位角，作為第 2測
定值；

自上述第 1修正表格抽選對應於上述第 1測定值之複數個第 1真值候補；
自上述第 2修正表格抽選對應於上述第 2測定值之複數個第 2真值候補；及
將基於抽選出之上述複數個第 1真值候補與抽選出之上述複數個第 2真值候補中相同或
最接近之第 1真值候補及第 2真值候補之值，作為上述測量對象物之厚度或溫度而輸出。

11.   如請求項 10之程式產品，其進而具備：
基於根據在實驗範圍中獲得之振幅峰值位置算出之厚度或溫度之測定值與上述厚度或溫

度之真值之關係性，產生上述第 1修正表格；及基於在上述實驗範圍中獲得之振幅峰值
位置之相位展開前之相位角之測定值與上述厚度或溫度之真值之關係性，產生上述第 2
修正表格。

12.   如請求項 11之程式產品，其進而具備：
基於根據在上述實驗範圍中獲得之上述振幅峰值位置算出之厚度或溫度之測定值、上述

相位展開前之相位角之測定值、及厚度或溫度之誤差之間之規則性，將上述第 1修正表
格與上述第 2修正表格之各者擴展至上述實驗範圍外。

圖式簡單說明

圖 1係顯示第 1實施形態之測量裝置及處理裝置之構成之一例之方塊圖。
圖 2係顯示第 1實施形態之測量裝置具備之電腦之構成之一例之方塊圖。
圖 3係顯示第 1實施形態之處理裝置具備之腔室之構成之一例之模式圖。
圖 4係顯示第 1實施形態之處理裝置之製程期間之晶圓溫度及 ESC溫度之行為之一例之時序
圖。

圖 5係顯示測量對象之晶圓為單層之情形之干涉光之成分之一例之圖。
圖 6係顯示第 1例中之利用光學干涉之晶圓溫度測量之概要之圖。
圖 7係顯示測量對象之晶圓具有附近層之情形之干涉光之成分之一例之圖。
圖 8係顯示第 2例中之利用光學干涉之晶圓溫度測量之概要之圖。
圖 9係顯示第 3例中之利用光學干涉之晶圓溫度測量之概要之圖。
圖 10係顯示第 1實施形態之測量裝置具備之分光器之測量結果之採樣方法之一例之圖。

(3)

- 10911 -



圖 11係顯示第 1實施形態之測量裝置具備之分光器中之測量誤差之一例之圖。
圖 12係顯示用於第 1實施形態之測量裝置之測量處理之事前準備之一例之流程圖。
圖 13係顯示由第 1實施形態之測量裝置產生之第 1修正表格之一例之圖。
圖 14係顯示由第 1實施形態之測量裝置產生之第 2修正表格之一例之圖。
圖 15係顯示第 1實施形態之測量裝置之測量處理之一例之流程圖。
圖 16係顯示由第 1實施形態之測量裝置測定出之分光光譜之一例之圖。
圖 17係顯示藉由第 1實施形態之測量裝置之傅立葉轉換獲得之複數振幅之一例之圖。
圖 18係顯示由第 1實施形態之測量裝置抽選出之晶圓厚度附近之複數振幅之一例之圖。
圖 19係顯示第 1實施形態之測量裝置之去除螺旋成分前後之複數振幅之一例之圖。
圖 20係顯示第 1實施形態之測量裝置之平面狀高斯波形及與振幅峰值位置對應之相位角之一
例之圖。

圖 21係說明第 1實施形態之測量裝置之厚度真值之選擇方法之圖。
圖 22係說明第 1實施形態之測量裝置之測量方法之優點之圖。
圖 23係顯示第 2實施形態之測量裝置之外推處理中使用之實驗結果之一例之圖。
圖 24係顯示藉由第 2實施形態之測量裝置之外推處理獲得之相位角與厚度誤差之關係性之
圖。

圖 25係顯示由第 2實施形態之測量裝置產生之第 1修正表格及第 2修正表格之一例之圖。
圖 26係說明第 2實施形態之測量裝置之測量方法之優點之圖。
圖 27係顯示用於第 3實施形態之測量裝置之測量處理之事前準備之一例之流程圖。量處理之
一

圖 28係顯示第 3實施形態之測量裝置之測例之流程圖。
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